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0.1 Anwendungsbereich Diese Ergänzung enthält Anforderungen, die ergänzend zu – und in einigen Fällen auch an
Stelle von – den Anforderungen anzuwenden sind, die in J-STD-001G-DE veröffentlicht wurden, um die Zuverlässigkeit
von gelöteten elektrischen und elektronischen Baugruppen sicherzustellen, die Schwingungen und die Umgebungsbedin-
gungen thermischer Zyklen von Raumfahrt und militärischen Anwendungen überstehen müssen.

0.1.1 Zweck Falls in der Beschaffungsdokumentation oder auf Zeichnungen gefordert, ergänzt oder ersetzt diese
Ergänzung spezielle Anforderungen aus J-STD-001G-DE.

0.1.2 Rangordnung Der Vertrag genießt stets Vorrang vor dieser Ergänzung sowie vor Richtlinien und vom Anwender
freigegebenen Zeichnungen, auf die Bezug genommen wird. Im Falle eines Konflikts zwischen dieser Ergänzung und den
hier zitierten anwendbaren Dokumenten hat diese Ergänzung Vorrang. Wenn bezogene Kriterien dieser Ergänzung von
den in J-STD-001G-DE veröffentlichten Kriterien abweichen, hat diese Ergänzung Vorrang. Im Falle eines Konflikts
zwischen den Anforderungen dieser Ergänzung und den anwendbaren Bestückungszeichnungen bzw. Dokumentationen
haben die anwendbaren, vom Benutzer freigegebenen Zeichnungen/Dokumentationen Vorrang. Siehe Tabelle 1 dieser
Ergänzung: 1.7 Rangordnung und 1.7.1 Konflikt.

0.1.3 Existierende oder zuvor freigegebene Designs Diese Ergänzung darf nicht die einzige Ursache für das
Redesign zuvor freigegebener Designs sein. Wenn Zeichnungen für existierende oder zuvor freigegebene Designs
überarbeitet werden, sollten sie überprüft und so angepasst werden, dass sie mit den Anforderungen dieser Ergänzung
kompatibel sind.

0.1.4 Verwendung Diese Ergänzung darf nicht als eigenständiges Dokument verwendet werden.

Soweit Kriterien nicht ergänzt sind, müssen die Anforderungen der Klasse 3 in J-STD-001G-DE angewendet werden.
Wo Kriterien aus J-STD-001G-DE ergänzt wurden oder in dieser Ergänzung neue Kriterien hinzugekommen sind, sind
die entsprechenden Abschnitte in J-STD-001GS-DE, Tabelle 1, Anforderungen für Raumfahrt und Militäranwendungen
aufgeführt. Der gesamt Abschnitt aus J-STD-001G-DE wird durch diese Ergänzung ersetzt, soweit nicht speziell anders
angegeben.

Die in dieser Ergänzung geänderten Abschnitte beinhalten nicht Unter-Abschnitte, außer wenn es speziell angegeben
ist. Z. B. 1.4 beinhaltet nicht 1.4.1. Abschnitte, Tabellen, Bilder usw. in J-STD-001G-DE, die nicht in dieser Ergänzung
aufgeführt sind, sind wie veröffentlicht zu verwenden.

0.1.5 Bleifreies Zinn Für die Zwecke dieses Dokuments ist bleifreies Zinn definiert als Reinzinn oder jede
Zinnlegierung, die weniger als 3 Gew.-% Blei (Pb) als Legierungsbestandteil enthält.

Die Verwendung von bleifreien Zinn-Lötlegierungen/bleifreiem Zinn für die Montage oder das Vorhandensein auf
den Außenflächen (Beschichtungen, Metallisierung usw.) von Bauteilen, Unterbaugruppen, Packaging-Technologien
und mechanischen Bauteilen ist verboten, es sei denn, sie wird durch einen vom Anwender genehmigten Bleifrei-
Kontrollplan (Lead Free Control Plan (LFCP)) dokumentiert und kontrolliert.

Die Lotlegierung Sn96.3Ag3.7 ist von dieser Anforderung ausgenommen (Aufnahme in einen vom Anwender
genehmigten LFCP). Siehe Tabelle 1, 3.2 dieser Ergänzung.

0.1.6 Rote Pest (Kupferoxid-Korrosion) Rote Pest kann sich in versilberten, weichen oder geglühten Kupferleitern
(Bauteilanschlüsse, Massivdraht und Litzendrähte sowie Leiterbahnen auf Leiterplatten entwickeln, wenn sich zwischen
dem Basismetall Kupfer und der Silberbeschichtung in Gegenwart von Feuchtigkeit (H2O) und Sauerstoff (O2) eine gal-
vanische Zelle bildet. Einmal angestoßen, kann die Opferkorrosion des Kupferbasisleiters in Gegenwart von Sauerstoff
unbegrenzt fortgesetzt werden. Die Farbe des Korrosions-Nebenprodukts (Kupferoxid-Kristalle) kann je nach dem verfüg-
baren Sauerstoffgehalt variieren, wird aber allgemein als rote/rotbraune Verfärbung auf der Silberbeschichtungsoberfläche
wahrgenommen.

Die Verwendung einer Silberbeschichtung auf jeder Form von Kupfer, z. B. auf Bauteilanschlüssen, Leiterplatten-
Leiterbahnen oder Drähten/Kabeln, erfordert die Einführung eines vom Anwender freigegebenen Kontrollplans zur
Roten Pest (Red Plague Control Plan (RPCP)). Siehe IPC-WP-113, Guidance for the Development and Implementation
of a Red Plague Control Plan (RPCP), für technische Hinweise und eine allgemeine RPCP-Vorlage.

0.1.7 Rückverfolgbarkeit von Materialien und Prozessen Wenn gefordert, muss die Rückverfolgbarkeit von Mater-
ialien und Prozessen, die bei der Herstellung von elektrischer/elektronischer Baugruppen verwendet werden, in Überein-
stimmung mit IPC-1782, Standard for Manufacturing and Supply Chain Traceability of Electronic Products, erfolgen.
Der Grad der Rückverfolgbarkeit muss durch Vereinbarungen zwischen Hersteller und Anwender festgelegt werden.
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